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摘要：MEMS 压阻式压力传感器具有功耗低、重量轻、体积小、测量精度高、成本低、对

被测物体影响小等优点，而小尺寸的MEMS压力传感器能够实现更加复杂且精确的原位检

测。本文简要介绍了小尺寸MEMS压阻式压力传感器的开发过程。
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1 专业技术成果介绍

MEMS压阻式压力传感器作为传感器技术中一个重要分支，具有功耗低、重量轻、体

积小、测量精度高、成本低、对被测物体影响小等优点，被广泛应用在航空航天，医疗检测，

无人机，汽车工业等领域。在某些特殊的应用环境，小尺寸的MEMS压力传感器能够实现

更加复杂且精确的原位检测；在医疗方面，手术中的介入式血压检测对嵌入在医疗导丝的压

力传感器尺寸与性能都提出了很高的要求。

研究了小尺寸MEMS压力传感器的结构设计及加工流程，攻克了其中的关键工艺问题，

实现了微型压力传感器的制备，并对器件特性进行了测试与表征，制备的器件性能优异，能

够满足介入式医疗对传感器尺寸和性能的需求。

首先基于理论分析和有限元仿真完成了微型压力传感器的结构设计，根据灵敏度要求设

计了合适的薄膜尺寸，根据医疗检测对尺寸的要求设计了合理的电极布局。进一步开发了压

力传感器的制备方案，并针对性的解决了微腔室封装、器件减薄、器件分离等工艺中的关键

问题，最终研制了一款尺寸小、精度高、稳定性高、易于批量生产的MEMS压阻式压力传

感器。

通过工艺优化，如采用临时阳极键合制备三明治结构，并在背硅减薄后切割，得到了尺

寸较小的传感器件，尺寸为 570 μm × 182 μm × 84 μm。室温下，在 0-600 kPa 量程内压力传

感器的灵敏度为 8.5（μV/V）/kPa，非线性度为 0.042%。在 30℃ - 90℃温度范围内，灵敏度

温度系数 TCS 为 1.79×10-3 FSO/℃（Full Scale Output），零偏温度系数 TCO 为 7.01×10-4

FSO/℃。表征与测试结果显示所制得的压力传感器无论是在尺寸与性能上都能够满足介入

式医疗测量的要求。
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图 1 所开发的微型 MEMS 压力传感器
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导体所集成技术工程研究中心，主要负责多种微纳器件加工及高质量光学膜技术等；研究领
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发项目，涉及国内外多家研究机构，大学，及公司等，内容包含了微电子、光电子等众多领
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